Willkommen bei o-fuhrend

O-lebend ist es, IThr One-Stop-Losungspartner in der EMS-Lieferkette zu sein, einschliefSlich PCB-Design,
PCB-Fabrikations- und PCB-Baugruppe, wir bieten einigen der fortschrittlichsten PCB-Technologie,
einschliefflich HDI-Leiterplatten, mehrschichtige Leiterplatten, steif-flexible PCBs. Wir konnen
Unterstitzung vom schnellen Turn-Prototyp bis zur mittleren & Massenproduktion.

Im Allgemeinen sind unsere globalen Kunden sehr beeindruckt von unseren Diensten: Schnelle Reaktion,
wettbewerbsfahiger Preise und Qualitatszusagen.Provovieren mehr wertvoller technischer Service und
allgemeine Losung ist der Weg, der nach vorne fiihrt.

Wenn Sie auf die Zukunft suchen, konzentriert sich o-fuhrend auf die Innovation und Entwicklung der

Elektronikfertigungstechnologie sowie anhaltende Anstrengungen fur den PCB- und PCBA-One-Stop-
Service, um erstklassige Dienste bereitzustellen und fiir unsere Kunden mehr Wert zu schaffen.

Bitte klicken Sie auf diese, um weitere Informationen zu erhalten:L.OW Cost-PCB-Fabrikation
Poe OEM-Fertigung

To Be Reliable, To Be Valuable

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST HIGH DENSITY INTERCONNECT PCB

WE ALWAYS PROVIDE YOU

BEST RIGID-FLEXIBLE CIRCUIT

Produktbeschreibung
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Raspberry Pi PoE-Funktions-Compute-Modul-I0-Board (ChinaH.ALF-Loch-Modul-Leiterplatte
Hersteller)

Uberblick

Das Compute-Modul Poe Board ist ein Entwicklungsstattern, das Sie ein Raspberry-PI-Computer-Modul
anschliefen konnen, und nutzen Sie die Ressourcen von PI flexibler. Mit der PoE (Power Over Ethernet) -
Funktion und vielseitig anbord-Peripherieschnittzeichen eignet es sich fur die Bewertung des Raspberry-
PI-Computer-Moduls, auch eine ideale Wahl fiir Endprodukte.

Eigenschaften

* Raspberry Pi Gpio Header, zum Anschluss von Himbeer-PI-Hiten

*10/100m Auto-Negotiation Ethernet-Anschluss mit PoE aktiviert

* 4x USB-Anschliisse ermoglicht das AnschlieSen von mehr USB-Geraten

* 2x CSI-Kamera-Schnittstellen

* Onboard HDMI / DSI-Schnittstellen zum Anschluss von Displays

* Bord von USB nach UART, fur das serielle Debugging

* Kuhlfacherschnittstelle, automatischer Auslauf auf Einschalten oder Kontrolle von I0-Pins
* Nimmt lokalisierte SMPs an (Schaltmodus-Stromversorgung)

Spezifikationen

* Stromversorgung: Micro USB-Anschluss / Poe Ethernet-Anschluss
* PoE Power Input: 37V ~ 57V DC in

* PoE-Leistungsausgabe: 5V 2.5A DC

* Netzwerkstandard: 802.3AF PoE Standard

* Abmessungen: 114mm x 84.4mm

* Montageoffnung GrofSe: 3,2 mm

Was ist an Bord?


https://www.o-leading.com/de/products/Pcb-Assembly-Service-Retains-Most-Enhancements-in-Smaller-Form-Factor-Raspberry-Pi-3-Model-A.html
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Compute M

1. Modulschnittstelle berechnen: Zum Verbinden von Compute-Modul (cm3 / cm31/cm3 + / cm3 + 1)
2. Raspberry Pi GPIO-Header: Zum Anschluss von Himbeer-PI-Hiiten

3. PoE-fahiger Ethernet-Anschluss: 10/100m Auto-Verhandlung, zum AnschlieSen des Routers oder -
wechsels mit der PoE-Funktion

4. DSI-Schnittstelle: Anzeigenhafen, zum Anschluss von Raspberry PI LCD

5. USB-Anschlisse: 4x USB-Anschliisse zum Anschliefen von USB-Geraten

6. CSI-Schnittstelle: 2x CSI-Kamerasanschliisse, zum Anschluss der Himbeer-PI-Kamera

7. HDMI-Port.

8. USB zur UART-Schnittstelle: Fur das serielle Debugging

9. USB-Slave-Schnittstelle: Ermoglicht das Brennen von Systembild in das Berechnungsmodul 3/3 +
10. Power Port: 5V 2.5A

11. TF-Kartensteckplatz (Unterseite): Legen Sie eine Micro-SD-Karte mit Pre-BurnT-System ein, um das
Comput-Modul 3/3 + Lite-Variante zu starten

12. Kihlfacherschnittstelle

13. LAN9514 (Unterseite): Voll integrierter USB-Hub und 10 / 100m Ethernet-Controller

14. S13404 Poe Power Management Chip (Unterseite)

15. CP2102 USB zum UART-Konverter

16. EP13 PoE-Leistungstransformator

17. Optischer Isolator

18. Zwei LED-Indikatoren:

Rot: Raspberry Pi Power Indicator

Grin: Raspberry PI Betriebsstatusanzeige

19. Netto-Netzwerkanzeige

20. Brickengleichrichter

21. VGX Power Config Jumper: Konfigurieren Sie den E / A-Level

22. UART-Ausgangs-Konfiguration:



LINKS: Verbinden Sie den seriellen Anschluss CP2102 und den seriellen Anschluss von Raspberry Pi
Rechts: Trennen Sie den seriellen Anschluss von CP2102 und den seriellen Anschluss von Raspberry Pi
23. Kuhlung Lufterkonfig:

P34: Der Lufter wird tiber P34 PIN gesteuert

DE: Der Lifter wird direkt von der 5V-Stromversorgung angetrieben

24. Poe Config:

DIS: POE deaktivieren

De: Aktivieren Sie PoE

25. PoE-Leistungsspannung Messkissen

Beispiel

Hinweis: Das Berechnenmodul auf dem Foto ist nicht enthalten.

Male
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Factory PCB

Automatic vacuum press Drilling Machine
machine

Pattern Plating Machine Scrubbing Machine

High-speed flying probe E-test Machine
machine

Factory SMT




HOW O-LEADING MAKE A PROJEGCT FORYOU
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CICE CANYWICATION
¥ ZAGE
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Comoats Mo VHT1BGIIMTRIS

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,.LIMITED
Credit No: sles) 4910007187
Regswation Add: FLAT/RM 1205 12F TAI SANG BANK BUILDING 130132 DES
VOEUS BOAD CENTRAL W«
Busisess  Add 1311 Fleor 13, Fartune Bulding, Deratns Town, Hutyeng
Ditrict. Mulzhou. Guangaong. China
o and a Quality Manag, System
‘Which fulfils the of the foll
GET19001-2016 kit 1500001:2015
Scope of certification
Sales of prnted Grout boards
Initial Insuance period. February 27, 2018
Rerewal date: Aprd 2. 2008
This cerficate is valid during; Aprl 22, 2019 ~ February 26, 2021
mmummmwwnnmm

SGS

Test Report

No. SZXEC1900530401

Date: 30 Mar 2019 Page 10of 6

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO_LIMITED

1313.FLOOR 13. FORTUNE BUILDING. DANSHUI TOWN. HUIYANG DISTRICT. HUIZHOU. GUANGDONG.
CHINA

The following sample(s} was/were submitted and identified on behalf of the clients as - OSP
SGS Job No. RP19-005089 - 52
Date of Sample Received : 22 Mar 2019

Testing Period - 22 Mar 2019 - 30 Mar 2019

Test Reguested : Selected test(s) as requested by client.

Test Method - Please refer to next page(s)-
Test Results © Please refer to next page(s).
Canclusion - Based on the performed tests on submitted sample(s). the results of Lead.

Mercury. Cadmium. Hexavalent chromium. Polybrominated biphenyls (PBBs}
Polybrominated dipheny| ethers (PBDEs) and Phthalates such as
Bis(2-ethylhexyl) phihalate (DEHP) . Butyl benzyl phihalate (BEP), Dibutyl
phthalate (DBF) . and Diisobuty| phthalate {DIBP) comply with the limits as set by
RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex |l to Directive 2011/65/EU.

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.. Lid. Shenzhen Branch

Tina Fan
Approved Signatory
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SGS

Test Report

Test Resulis

No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Part Description .

‘Specimen No. SGS Sample ID
SN1 SZX19-005304.001  Green'PCE"

Remarks :
(1) 1 mgkg = 1 ppm = 0.0001%
(2) MDL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected ( < MDL )
Not Regulated

Test Method . With reference to IEC 62321-4:2013+A1.2017. IEC62321-5.2013, IEC62321-7-2.2017. IEC
62321-6:2015 and IEC62321-8:2017 analyzed by ICP-OES. UV-Vis and GC-MS

Test item(s! imit Unit MDL 207
Cadmium (Cd) 100 mg/kg 2 ND
Lead {Pb) 1000  mglkg 2 8
Mercury (Hg) 1.000  mglkg 2 ND
Hexavalent Chromiurn (Cr{V1)} 1.000 mg/kg 8 ND
Sum of PBBs 1.000  mg/kg £ ND
Monobromobipheny| - ma'kg 5 ND
Dibromobiphenyl < mg/kg 5 ND
Tribromobipheny! . mg/ka 5 ND
Telrabromobiphenyl 5 mglkg 5 ND
Pentabromobiphenyl 3 mg'kg H] ND
Hexabromobipheny| - mg'kg 5 ND
Heptabromabipheny| - mglkg 5 ND
Octabromebipheny| - mg/kg 5 ND
Nonabromobiphenyl - mg/kg 5 ND
Decabromobipheny! - mglka 5 ND
Sum of PBDEs 1.000  mg'kg = ND
Moniobromodiphenyl ether " ma/kg 5 ND
Dibromodiphen yl ether - mg'kg 5 ND
Tribromedipheny| ether - mg/kg 5 ND
Tetrabromodiphenyl ether 2 mg/ka 5 ND
Pentabromodiphenyl ether - mg'kg 5 ND
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WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

UL Product iQ"

®

/PMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD E490354
ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG
Cond Width Max Max
Min Cond Ss/ Area Solder Oper Meets C
Min Edge Thk DS/  Diam Limits Temp Flame UL796 T
Type mm(in) mm(in) mic(mil) DSO mm(in) C sec C Class DSR |
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 12.7 (0.5) | 260 | 10 | 130 | V-0 = =
401
O-LEADING- | 0.08 (0.003) | 0.2 (0.008) 17 (0.67) DS | 9.7(04) | 260 |10 | 130 [v-0 | Al =
407
Multilayer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.125 (0.005) | 0.125 (0.005) | 12 (0.47) DS | 50.8(2.0) | 280 | 20 | 130 | V-0 All *
408 Int:136
Single layer printed wiring boards.
O-LEADING- | 0.38 (0.015) 1.14 (0.045) 34 (1.34) SS | 19.1(08) | 260 | 10 | 105 | V-0 All -
002
O-LEADING- | 0.38(0.015) | 1.14 (0.045) | 34 (1.34) 55 | 19108 | 260 |10 [130 |v-0 | A -
003
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.3(0.012) 34 (1.34) SS | 254(1.0) | 260 | 10 | 120 | V-0 All -
033
O-LEADING- | 0.1 (0.004) 0.3 (0.012) 34 (1.34) DS | 69.6(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al =
205
O-LEADING- | 0.15 (0.006) 0.33 (0.013) 17 (0.67) DS | 696(2.7) | 260 | 10 | 130 | V-0 All -
206
O-LEADING- | 0.14 (0.006) | 0.15(0.008) | 33 (1.30) DS | 254 (1.0) | 260 | 10 | 130 | V-0 | Al #*
Do1
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 17 (0.67) SS | 254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All i
so1
WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ
O-LEADING- | 0.2 (0.008) 0.2 (0.008) 17 (0.67) SS | 2541(1.0) | 260 | 4 130 | HB A *
502
O-LEADING- | 0.25 (0.010) 0.25 (0.010) 34 (1.34) SS |254(1.0) | 260 | 4 130 | v-0 All *
S03

* - CTl marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or

burning test classification.

HARFFEHIEFSEEPIAREF-REHE T UL IREMGIIRSHER, REWE ULIREIIFER, AROZiinasd
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UL RPFESINE R RPFTEMEEHISMEIA TR 1ERER. =K. WiE Rt RAVEGAE () BREFESE
TR (SEER) AR TREBTIRSMEEN. 24 UL RIFMERINE B REE RIS S/ALIVER B HA9NE S, 1t

ab, EEHEAREELITTESARIGSE: "0 2019 UL LLIC"



Prozessfahigkeit

PCB-Produktionsfunktionen

Schichtzéhlung 1LAYER-32LAYER.

Fertige Kupferdicke. 1/30z-120z

Min Linienbreite / Abstand intern 3.0mil / 3,0mil

Min Linienbreite / Abstand extern 4.0mil / 4.0mil

Max-Seitenverhaltnis. 10: 1.

Boarddicke. 0,2mm-5,0 mm.

Max-Panel-GréRe (Zoll) 635 * 1500mm.

Minimum BohrlochgroRRe 4mm

Piathische Lochtoleranz +/- 3mil

Biind / begrabene Vias (AIl-Typen) JA

Via Fill (leitfahig, nicht leitend) JA

Basismaterial FR-4, FR-4High tg.halogenfreies Material, Rogers, Aluminiumbasis,Polyimid, schweres Kupfer
Oberflachenoberflachen Hasl, osp, enig, hal-lf, Immsion silber,Linssion Zinn, Goldfinger, Kohlenstofffarbe

SMT-Produktionsfunktionen

PCB-Material FR-4, CEM-1, CEM-3, Bord auf Aluminiumbasis, FPC
MAX PCB-Grof3e. 510x1500mm.

Min leiter leiterbahn 50x50mm.

PCB-Dicke. 0,5 mm-4,5 mm

Boarddicke. 0,5-4 mm

MIN-Komponentengrole. 0201.

Standard-ChipgrofSe-Komponente {0603 und grofSer

Max-Hohe der Komponente 15mm

Min bleifreie Stelle 0,3mm

Min BGA Ball Pitch 0,4 mm
Platzierungsgenauigkeit +/- 0,03 mm

Verpackung & Lieferung




Shipping service

Express



Quick Tum Lead Time

Layer Count: Lead Tim Special Requirement
1L/2L 2-3days 24 Hours,48 Hours
4L 3-4days 48 Hours
6L 4-5days 72 Hours
8L 5-6days NA
10L 6-7days NA
12L 7-8days NA
14L 8-9days NA

Standard Lead Time

Layer Count: Sample Lead Time Volume order lead time
2L 4 days 10 days
4L 5 days 11 days
6L 6 days 12 days
8L 8 days 14 days
10L 10 days 16 days
12L 12 days 18 days
14L 14 days 20 days
16-32L 18 days 24 days

FAQ

1. Wie sorgt o-leitende Qualitat? Unser hoher Qualitatsstandard wird folgendermaRen erreicht.
1.1 Der Prozess wird unter ISO 9001: 2008 strikt gesteuert.

1.2 Umfangreiche Verwendung von Software beim Verwalten des Produktionsprozesses

1.3 Stand der Kundendienstgerate und -werkzeuge. Z.B. Fliegende Sonde, Rontgeninspektion, AOI
(automatisierter optischer Inspektor) und IKT (In-Circuit-Tests).

1.4.Dediziertes Qualitatssicherungsteam mit Misserfolg-Case-Analyseprozess

1.5. Kontinuierliches Personalschulungen und Ausbildung

2. Wie halten o-fithre Ihren Preis wettbewerbsfahig?

In den letzten zehn Jahren hatten sich die Preise vieler Rohstoffe (z. B. Kupfer, Chemikalien) verdoppelt,
verdreifacht oder vervierfacht; Chinesische Wahrung RMB hatte 31% tiber US-Dollar geschatzt. Und
unsere Arbeitskosten stiegen ebenfalls deutlich an.

O-Leder hat jedoch unsere Preisgestaltung festgehalten. Dies gilt ausschliefSlich unseren Innovationen
bei der Verringerung von Kosten, der Vermeidung von Abfallen und Verbesserung der Effizienz. Unsere
Preise sind in der Branche auf demselben Qualitatsniveau sehr wettbewerbsfahig.

Wir glauben an eine Win-Win-Partnerschaft mit unseren Kunden. Unsere Partnerschaft wird sich
gegenseitig vorteilhaft, wenn wir Thnen eine Ankreis und Qualitat bieten konnen.



3. Welche Arten von Boards konnen den o-fiihrenden Prozess?
Common FR4, High-TG- und halogenfreie Boards, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminium / Kupferbucher, PI
usw.

4. Welche Daten sind fiir die PCB- und PCBA-Produktion erforderlich?

4.1 BOM (Bill of Materials) mit Referenzdesignatoren: Komponentenbeschreibung, Name und
Teilenummer des Herstellers.

4.2 PCB-Gerber-Dateien.

4.3 PCB-Fabrikationszeichnung und PCBA-Montagezeichnung.

4.4 Testverfahren.

4.5 Alle mechanischen Einschrankungen wie Montagehohenanforderungen.

5. Was ist der typische Prozessablauf fiir Multi-Layer-PCB?

Materialschneiden — Innen-Trockenfilm — Innenatzen — Innen-AOI = Multi-Bond — Schicht-Stapel-Up-
Pressung — Bohrung — PTH - Paneel-Plattierung = Auflsen-Trockenfilm — Muster-Plattierung —
Aullenatzen — Aullen-AOI — Lotmaske — Komponentenmarke — Oberflache — Routing - e/t -
Sichtpriifung.

6. Was ist die wichtigsten Ausristungen fiir die HDI-Fertigung?

Die Liste der wichtigsten Gerate lautet wie folgt: Laserbohrmaschine, Pressmaschine, VCP-Leitung,
automatische Belichtungsmaschine, LDI und etc.

Die Anlagen, die wir haben, sind die besten in der Branche, Laserbohrmaschinen stammen aus Mitsubishi
und Hitachi, LDI-Maschinen stammen aus dem Bildschirm (Japan), automatische Auslosemaschinen sind
ebenfalls von Hitachi, alle konnen die technischen Anforderungen des Kunden erfiillen.

7. Wie viele Arten von Oberflachenabhor-0O-Blei kann?

O-Der Anfiihrer hat die vollstandige Serie der Oberflachengiite, z. Osp, enig, osp + enig haufig auf dem
HDI verwendet, empfehlen wir normalerweise, dass Sie einen Client oder OSP OSP + Enig verwenden,
wenn BGA-Pad-Grolse weniger als 0,3 mm betragt.

8. Wie ist Thre Fahigkeit fiir FPC? Kann o-fithrend auch SMT-Dienst bereitstellen?

O-fuhrend kann FPC von der einzelnen Ebene bis hin zu 8layer herstellen. Die Grofse des Arbeitsplattens
kann so grofs wie 2000 mm * 240 mm sein, bitte finden Sie die Details auf der Seite "Flex-Fahigkeit"

Wir bieten auch SMT One Stop-Service an den Kunden an.

9. Was sind die Hauptfaktoren, die den Preis der Leiterplatte beeintrachtigen?
Material;

Oberflachenfinish;

Technologieschwierigkeit;

Verschiedene Qualitatskriterien;

PCB-Eigenschaften;

Zahlungsbedingungen;

Verschiedene Fertigungslander.

10. Was ist die Definition von PCB, PWB und FPC und was ist der Unterschied?
PCB ist fur die Leiterplatte kurz;

PWRB ist kurz fur gedruckte Wire Board, gleiche Bedeutung wie bedruckte Leiterplatte;
FPC ist kurz fur flexibles Druckplatine.

11. Welche Faktoren sollten bei der Auswahl des Materials fiir ein PCB-Board bertucksichtigt
werden?

Unter den Faktoren sollten beriicksichtigt werden, wenn wir das Material fiir die PCB auswahlen:

Der TG-Wert des Materials sollte grofSer sein als die Betriebstemperatur;



Niedriges CTE-Material hat eine gute Leistung der thermischen Stabilitat;

Gute Warmewiderstandsleistung: Normalerweise sind PCBs erforderlich, um mindestens 50er Jahre 250
°C zu widerstehen.

Gute Ebenheit; Unter Berlcksichtigung der elektrischen Eigenschaften wird auf Hochfrequenzgliicke
geringer Verlust / hoher Permittivitat verwendet; Polyimidglasfasersubstrat fiir flexible Leiterplatte;
Metallkern wird verwendet, wenn das Produkt eine strikte Anforderung der Warmeableitung aufweist.

12. Was ist die Verdienste von o-fithrenden starre-flex lgliicke?

Die Rigid-Flex-PCB von o-fuhrend hat die Zeichen von FPC und PCB, sodass sie in einigen speziellen
Produkten verwendet werden kann. Ein Teil ist flexibel, wahrend der andere Teil starr ist, es kann helfen,
den Innenraum des Produkts zu retten, das Produktvolumen zu senken und die Leistung zu verbessern.

13. Wie machen Sie die Impedanzberechnung?

Das Impedanzsteuerungssystem erfolgt mit einigen Testgutscheinen, dem SI6000 Soft- und den Cits
500s-Geraten aus polaren Instrumenten.

Das Gerat misst die Impedanz auf einem reprasentativen Track-Konfigurationskupon, dessen Kunde uns
einen bestimmten Wert und Toleranz erteilt hat.



